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(57) L mvention a pour objet un procede de fabrication
d’un dispositif ¢lectronique, tel qu'une carte a puce,
comprenant au moins un microcircuit (44) qui est noye
dans une carte support (40) et qui comporte des plots de
sortie (46, 48) relics a des ¢lements d interface constitucs
par un bornier (50, 52) et/ou une antenne, caractérise en
ce que I’on réalise les connexions (54) entre les plots de
sortie (46, 48) et les €léments d interface par d€pot, au
moyen d’une seringue ou analogue, d’une substance
conductrice a faible viscosité qui reste souple apres son
application. Avantageusement, on ufilise une résine
polymere chargéee de particules conductrices ou
intrinsequement conductrices.

I*I Industrie Canada  Industry Canada

(57) The mvention concerns a method for making an
electronic device, such as a smart card, comprising at
least a microcircuit (44) embedded 1n a carrier medium
(40) and comprising exit hubs (46, 48) connected to
interface elements consisting of a terminal block (50, 52)
and/or an antenna, characterised 1n that the connections
(54) between the exit hubs (46, 48) and the interface
clements are produced by depositing, by means of a
syringe, a conductive substance with low viscosity which
remains ductile after 1t has been applied.
Advantageously, a polymer resmm charged with
conductive or mtrinsically conductive particles 1s used.
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{ (87) Abstract

The invention concerns a method for making an electronic device, such as a smart card, comprising at least a microcircuit (44)
embedded in a carrier medium (40) and comprising exit hubs (46, 48) connected to interface elements consisting of a terminal block (50,
52) and/or an antenna, characterised in that the connections (54) between the exit hubs (46, 48) and the interface elements are produced by
depositing, by means of a syringe, a conductive substance with low viscosity which remains ductile after it has been applied. Advantageously,

a polymer resin charged with conductive or intrinsically conductive particles 1s used.

l
(57) Abrégé

L’invention a pour objet un procédé de fabrication d’un dispositif électronique, tel qu'une carte 3 puce, comprenant au moins un |
microcircuit (44) qui est noyé dans une carte support (40) et qui comporte des plots de sortie (46, 48) reli€s a des €léments d’interface
constitués par un bornier (50, 52) et/ou une antenne, caractérisé en ce que I’on réalise les connexions (54) entre les plots de sortie (46, 48)
et les éléments d’interface par dép6t, au moyen d'une seringue ou analogue, d’une substance conductrice a faible viscosité qui reste souple

apreés son application. Avantageusement, on utilise une résine polymere chargée de particules conductrices ou intrinséquement conductrices. l
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PROCEDE DE FABRICATION DE CARTE A PUCE OU DISPOSITIF ELECTRONIQUE ANALOGUE

La presente invention concerne la fabrication de dispositifs
electroniques comportant au moins un microcircuit qu!l est noye
dans une carte support et relié a des éléments d'interface
constitues par un bornier et/ou une antenne, tels que les cartes 3
circult(s) integre(s) avec ou sans contact, aussi appeiées cartes
a puce.

L'invention s'applique aussi, en particulier aux etiquettes
electroniques qui sont utilisées pour l'identification de produits et
que I'on peut assimiler a des cartes & puces sans contact |
10 La presente invention concerne plus particulierement |z

realisation des connexions entre le microcircuit et ies elements
d'interrace. tels que le bornier et/ou une antenne

n

Il existe des cartes & puce a contac: compcertant un occrnier

c'interface. des cartes a puce sans contsct comporiant uns

12 antenne logee dans la carte support et des cartes nybrides ou
compicards comportant un bornier c¢'interface 2l une antenne.

Il existe de nombreux proceédés de faprication ges cartes a

puce a contacts. La majorité de ces prccedes est —asée sur

'assemblage de la puce dans un sous-ensemble appele

20 mucromocule gul est assembié en utilisant des proceces
traciticnnels.

Un premier procede, qui est illusire 2 |3 figure 1. comprena
tout c'abord le collage de la puce ou microcircuit 20 ("cie attacn”)
Gul consiste a coller une puce 20 provenant d'une piaquette
2¥ tronccnnee par sciage, en disposant sa face active avec ses
plots de sortie 22 vers le haut et en collant |a face opposee sur
une plaque support diélectrique 28 en utilisant une colle Gui peut
etre conductrice. le collage étant réalisé sur un circuit imprime ou
sur un film.

30 On effectue ensuite |le microcablage ou soudage des
connexions ("wire bonding") qui consiste a réaliser par des
soudures |a connexion des plots de sortie 22 de |3 puce 20 avec
le bornier de contacts 24 de la plaque de circuit imprime.

Enfin, on effectue un enrobage en boitier ("potting") qui
consiste a proteger la puce 20 et les fils de connexion soudés 28

en utilisant une reésine 30 qui peut étre, par exemple, a base de
siliccne ou de polyuréthanne.

(2
th
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Dans ‘une variante de ce procede. qui est illustree a la
figure 2, on utilise un anneau metallique peripherique 32 pour
rigidifier le micromodule autour de la resine 30.

Dans une autre variante de ce procede ("flip-chip™), on
utilise une puce a bosses ou protuberances ("bumps”™) gque lon

L2

niace avec sa face active vers |le bas, la connexion electrique
étant assurée soit par des bosses metalliques cu en polymere,
soit par un adhesif anisotrope.
Dans d'autres variantes, on utilise la technique du soudage
10 sur bande ("tape automated bcnding cu TAB"), illustre sur la
figure 3. selon lagquelle la puce 34 est ccllee au moyen d'une
colle anisotrope 36 et les differents contacts du tim 38 scnt
soudes par thermocompression sur la puce 34 gu! cCmpcrige Ces
bosses 39.
13 | existe aussi des procedés de fatrication des cartes a
puce a contacts n'utilisant pas ce micromedule. Un premier
orocéde est base sur l'utilisation de la serigraphie pcur rormer

des contacts et assurer l'interconnexion de la puce.
Un autre procede fait appe!l a une metallisaticn en trois

20 dimensions du corps de la carte, suivie d'un report de la puce par
une technologie classique (collage plus microcablage) ou par la
technique du "flip-chip” decrite ci-dessus.

Dans les procedeés utilisant un micromeduie. ies ccuts

asscciés scnt limités par le prix du fiim. De plus. 1l st souvent

~:  nécessaire, aprés 'opération d'encapsulation, de fraiser la resine

pour réduire ['épaisseur de l'ensembie. Cette operation est

difficile a réaliser car la résine est polymérisee et donc tres

rigide. Ce fraisage est la cause principale des rebuts de
fabrication.

30 Dans le premier procédé sans micromodule decrit ci-
dessus. ce dernier se trouve en surface et il est donc soumis aux
contraintes extérieures, ce qui augmente fortement le cout
associé. En ce qui concerne le deuxiéme procede sans
micromodule, le nombre d'étapes est important, ce qul en

augmente le cout.
Il n'est donc pas envisageable d'utiliser une telle

(oJd
(A

technologie pour la fabrication de cartes a puce de grande taille.
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I

Il existe deux grandes familles de procédés de fabrication
des cartes a puce sans contact. La premiere utilise une antenne

realisee par bobinage qui est soit soudée a un micromodule
contenant la puce, soit soudée directement a une DUCE
comportant des bosses ("bumps"). Une telle technique ne peut
étre utilisee que pour des puces de fonctionnement simple.
La seconde famille fait appel a8 une antenne "3 plat® qui.
peut avoir ia forme d'une spirale périphérique rectangulaire ou
toute autre forme appropriee. Une telle antenne peut etre
10 realisee par photogravure, découpe mécanique. impression au
tampon  (tampographie), impression par serigraphie  ou
impression offset d'une encre conductrice. La puce est rapportes
ensuite sur l'antenne au moyen de la tschnique ‘flip-chip” ou
d'une technique classique.

| 5 Dans ces procedeés de fabrication de cartes a puce sans

LW

contact, on utihise la fabrication de micromodules qui, comme
indiqueé ci-dessus, comporte de nombpreuses etapes
d'assembiage de ia puce et implique un colt important, cu la
technique "flip-chip” dont la cadence est limitée et le cogt

20 d'instaliation est particulierement éleve.
En ce qui concerne les cartes & puce nybrides, |

Urs

f1)-

S
procedes combinent les inconvénients précités pour les caries
puces a contacts et sans contact.

Le probleme a la base de I'invention est des disposer d'unr
23 procede de realisation des connexions entre un microcircuit et
les eiements d'interface, dans un dispositif electronique (te]
qu'une carte a puce) comprenant au Mmoins un microcircuit qui est
noye dans une carte support et qui comporte des plots de sortie
relies a des elements d'interface constitués par un bornier et/ou
une antenne qui ne presente pas les inconvénients précités et
qui permet en particulier de réduire le colt et |e pourcentage de
* rebuts de fabrication et cela sans réaliser des micromodules.
' Le procede selon l'invention est notamment remarquable
en ce gue l'on depose, au moyen d'une seringue ou analogue,
une goutte de substance conductrice & faibie viscosite entre
chaque plot de sortie et I'élément d'interface Eb}rQéspondant,
ladite substance conductrice agissant par polymerisation,

L2
-
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comportant«des charges conductrices et restant souple apres sa
polymérisation.
Ce procedé permet de supprimer Jla resalisation dun
micromodule et de réduire le nombre des etapes de fabrication.
De plus, on obtient des connexions souples alors que les

Lh

connexions de type connu sont rigides ou semi-rigides et ceia
réduit fortement le taux de rebut a la tfabrication.
Avantageusement, le bornier st aussi realise par depot de
substance conductrice a faible viscosite.
zlisation
du bornier et de ses connexions se faisant =n une seule

(D-

10 Ceci permet de simpiifier encore le procede. la r

operation.
Avantageusement. 'antenne est aussi reaiisee car Gepot
osite.

de substance conductrice a faibie visc
| 3 Ceci permet de simplifier la fabrication et d'augmenter ies
performances de |'antenne.

De préférence, la substance est une rssine cclymers
chargeée de particules conductirices ou ntrinsequement
conductrices.

20 D'autras caractéristiques =t avantages de l!invention
apparaitrent & la lecture de la description detailiee qui suit pcur
a ccmpréhensicn de laquelle cn se reportera aux dessins
annexes dans lesquels

- la figure 1 est un schema en section iransversale gu

{1}

-z jllusire un procédé connu de f{abrication de carte s puce a
contact ;

- la figure 2 illustre une variante du procede ce la figure 1

- la figure 3 illustre une autre variante du procede de ia
figure 1 ;

- la figure 4 illustre un premier mode de reaiisation du

Py
-

orocédé selon l'invention applique a la fabrication de cartes a
puces a contacts |
- la figure 5 illustre une variante du procedé de la figure 4 ;
- la figure 6 illustre un mode de realisation appliqué a la

fabrication de cartes a puces sans contact ;
- les figures 7 a 10 illustrent une variante du procede de la

Ll
t

figure 6 ;
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- la figure 11 illustre un mode de réalisation applique a la
fabrication de cartes a puces hybrides © et

- les figures 12 et 13 jllustrent un mode de réalisation
applique a la fabrication d'étiquettes electroniques.

La figure 4 représente une carte a puce & contacts
fabriquee conformément a un procédeé selon I'invention.

Dans une premiere étape, on réalise un corps de carte 40
cemportant une cavite 42 qui peut étre réalisée par moulage par
injection ou par colamination de feuilles thermoplasticues suivie
10 d'un usinage de la cavité.

Dans une deuxieme étape, on met Iz puce 44 dans Iz
cavite avec sa face active, en particulier ses clots de sortie 486 et
48. vers le haut et on la fixe par exemple par collage. Cn peut
aussi! proceder & un chauffage local de Iz cavité puis a une mise
15> en place de la puce dans la matiere thermoplasiicue ainsi
toncue. Il n'est pas necessaire que la face active de |z DUcCe soit

au meme niveau que le fond de la caviié.

L

Dans une troisiéme étape, on réalise le bornier de contacts

et les connexions avec les plots de sortie 46 et 48 er deposant

20 une substance conductrice 2 faibie viscosité par exemple une

resine polymere chargée de particules conducirices ou

intrinsequement conductrices, par une technique dite ce

‘dispense” selon laquelle on applique une substance lIguide ou

de taible viscosité au moyen d'une seringue ou analogue a debit
et cuverture commandes.

Cette opération de dépdt, appelée dans la suite dispense,
est realisee par exemple au moyen d'une installation
commercialisee sous la dénomination CAM/ALOT par la sociéte
americaine Camelot Systems Inc. et utilisee pour |la realisation en

30 ligne de circuits électroniques. Les parameétres de deplacement

et d'ouverture de |la seringue sont commandés par un programme
informatique.

i D
9

On realise ainsi des dépdts de résine conductrice qui
constituent les contacts 50 et 52 du bornier d'interface de |z
carte a puce et les connexions 54 et 36 entre ces contacts 50 et
O02 et les plots de sortie 46 et 48 de |z puce. L'epaisseur de ces
depots peut étre beaucoup plus élevée que par un procedé de

2
LW
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sérigraphie’ ce qui permet d'obtenir des sections pius
importantes et donc de faibles resistances de contact.

Avantageusement, les plots de sortie 46 et 48 comportent
une meétallisation inoxydable, par exemple en nickel, titane ou
tungstene.

On peut aussi munir ces piots de bosses (bumps) de
maniére a ameliorer le contact electrique.

Pour corriger les erreurs de positionnement de la puce, on
peut prévoir une réguiation utilisant une image de ia puce fournie
par un systéme de vision assiste par ardinateur (VAOQO).

On choisit, de préférence, des resines dont la temperature

]

d'activation est inférieure a la temperature de ramollissement ce
'a matiere thermoplastique du corps cde ia carte.

La figure 5 illustre une variante du procede precite dans
laguelle on realise une cavite a deux niveaux, c'est-a-dire une
cavité 538 présentant un evidement 60 dans son fond. L=2s
dimensions de cet a2videment sont suifisantes pour recevolr la

-

buce 44 et sa profondeur est sensiblement eégale a I'epaisseur de

la puce de telle sorte que la face active de celle-c1 se trouve au
nivesu du fond 82 cde la cavité 58. Grace a cette disposition. on
avite urn deuxiéeme changement de pente des cordons de resine
dans la cavité. ce qui facilite le contact de |z résine conductrice
avec les plots ce scriie 46 et 48

Dans une guatrieme et dernieére etape, on realiser une
ancapsulation (potting) qui, consiste a proteger la puce en
utilisant une resine. par exemple & base de silicone ou de
polyurethanne.

La figure 6 représente une carte a puce sans contact
fabriquée conformément a un proceédé selon linvention. Elle
comporte une antenne "& plat" constituée par une piste ayant,
par exemple, la forme d'une spirale rectanguiaire disposee a la
périphérie de la carte comme represente sur la figure 3.

Dans une premiére étape, on effectue un collage d'une
buce 64 avec sa face active vers le haut a I'endroit choisi pour |a
connexion en utilisant un procédé et un équipement classique de
"die attach" en utilisant une colle 66 permettant un collage sur un
circuit imprimé ou un film. On choisit une colle compatible avec E
température maximale d'utilisation du support de tantenne, par

PCT/FR98/00592
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exemple unr adhesif réeticulant sous ['effet d'une exposition a un
rayonnement ultraviclet. La cadence de cette operation de
collage peut etre particulierement élevée par exemple cing a six
mille pieces a l'heure avec une seule téte On s'attachera a
obtenir un conge de colle parfaitement maitrisé dans la zone du
perimetre de la puce située en regard des plages de connexion
68 et /0 de 'antenne.

Dans une deuxiéme étape. on réalise des CONNEXIons
electriques 72 et 74 en résine conductrice entre les plots de
10 sortie 76 et 78 de la puce 80 et les plages de connexion 88 et 70

ge l'antenne.

L B

Cette deuxieme étape peut zussi éire réaliséee avec la
meme cadence elevee de |'étape de ccllage de la puce. Ces deux
2tapes peuvent étre realisées sur un méme equipement.

13 Selon une premiére variante. l'antenne 2 plat est realisée
oar une tecnnigue de "dispense" =t le collage de |la puce est
eriectue par la technique de "flip chip" décrite ci-dessus.

Selon une autre variante illustrée sur les figures 7 2a 10  on
fixe g'abord la puce et on realise I'antenne par une technique de

20 "Cispense” en passant sur la face active de |3 cuce.

Dans une pramiere 2tape (figure 7), on depose par
cispense un achesii isolant 82, par exemple de type 2poxy, sur
N support 8<. par exemple en polychlorure de vinyle ou en
colyethylene, & I'encroit ol on posera ensuite une puce munie de

23 DbDosses de contact.

On pourrait ainsi utiliser des adhésifs destinés 3 E
tecnnique de "die attach" adaptés au support.

Dans une deuxiéme étape (figure 8) on place une puce 86
avec sa face active vers le haut sur l'adhésif 82 pour realiser un

30 collage de type "die attach". L'intérét des bosses de contact est
d'ameliorer le contact électrique entre les piots de sortie 88 et 90

de la puce et l'antenne. On procédera éventuellement 2 une
isolation des plots de sortie non fonctionnels en deposant un
. vernis dielectrique.

Dans une troisiéme étape (figure 9), on réalise I'antenne 92

par une technique de dispense d'une substance conductrice, par
2xemple une encre ou une colle. avec deplacement de la

2

t,)
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seringue en utilisant par exemple l'egiiipement CAM/ALOT cite
ci-dessus.

On voit sur la figure 10 que les extremites 94 et 26 de la
spirale rectangulaire constituant ['antenne 82 rscouvrent,
respectivement, les plots de contacts 88 et S0 de la puce 86.

Dans une derniere et quatrieme etape, on realise une
opération de colamination pour terminer la carte.

W i |

La figure 11 représente une carte a puce hybride fabriquée

conformément @ un procéde selon l'invention. Dans ce cas, on
10 combine deux procedés precedemment decrits.

Dans une premiere etape. on realise un corps ce carte 98
comportant une antenne incorporee 9¢ comportant deux plots ae
contact 101 et 103. Dans une deuxieme etape, on rsalise une
caviié 100 dans le corps de la carte. Dans une troisieme etape.

s on fixe la puce 102 avec sa face active et ses plots de sortie 104,
qui comportent de préférence une metailisation inoxyzable, dans
'a cavite, par exemple par collage.

Dans une quatrieme &tape. on realise le Zzornier ce

contacts 106 et ses connexions 108 avec les plots de sortie 104

g de la puce et les connexions 1C5 des plots de contact “01 et 103
de l'antenne avec les plots de sortie 104 en deposant une resine
conductrice 105 par une technique de dispense. Lss plots 104
~reuvent comporter des bosses de contact.

les erreurs de positicnnement angulaire de la puce 102

s peuvent étre corrigées comme decrit ci-dessus en ~tililsant un
squipement de vision assistee par ordinateur.

Dans une cingquiéme et derniére étape. cn realise
'encapsuiation de la puce.

L'invention s'applique a la fabrication de tous Ies dispasitifs

30 électroniques comprenant au moins un microcircuit qui est noye
dans une carte support et qui comporte des plots de sortie relies
53 des éléments d'interface constitués par un bornier et/ou une
antenne. En particulier, l'invention permet de fabriquer des
étiquettes électroniques comme represente sur [es figures 12 et

13.

t.)
(N

Un support 110 comporte une cavite 112 dans ie fond de
laquelle est réalisee une antenne 114. On vy fixe ensuite un
microcircuit 116 avec ses plots de sortie 118 vers le haut. on
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applique ume resine conductrice 120 .par une technique de
dispense pour realiser les connexions entre l'antenne 114 et les
plots de sortie 118 de la puce. On reéalise ensuite une
encapsuiation avec une résine isolante 122

On voit que l'invention permet de supprimer la reéalisation
d'un micromodule et, en particulier I'opération de fraisage. Il en
resulte de plus que le taux de rebuts de fabrication est trés
fortement reduit.

Par ailleurs, le nombre des étapes est reduit, ce cui
10 simplifie fortement la fabrication et entraine une diminution

Lh

importante prix de revient. Cet effet est encore aceru car le fait
Gue certaines operations de collage de la puce et de réaiisation
des connexions peuvent étre réalisées avec e meme
equipement.

13 L'invention n'utilise pas d'écuipements couteux. cz cul
redult ies couts de fabrication.

La realisation de I'antenne par Ia technique de disperse
permet d'obtenir une surface maximale et. par suite, d'augmentar
les periormances de l'antenne par rapport aux antennes

20 bobiness incorporees classiques.

L'invention permet de fabriquer. de maniére simple et neu
couteuse des cartes compiexes et de grandes dimensions.

Lz realisation des connexicns par la !ecnnique ce
‘dispense” d'une substance qui reste souple apres son activation

23 permet de diminuer la rigidité et c augmenter considerablement
la resistance a la flexion-torsion des cartes 3 puce. Ainsi. ies
cartes a puce fabriques conformement a l'invention ont une tenue
aux centraintes qui est beaucoup plus élevée que celle mposeée
par les normes actuelies.

30 L'invention permet d'obtenir., avec un trés faible taux de
rebut comme on [|'a indiqué plus naut, des cadences de
fabrication élevees, par exemple de 'ordre de 4000 cartes a puce
a I'heure.

J
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 REVENDICATIONS

1. Procédé de fabrication d'un dispositif électronique. tel
qu'une carte a puce, comprenant au moins un microcircuit (20
44 | 80 86 102) qui est noyé dans une carte support (24 ; 40
84 ; 98) et qui comporte des piots de sortie (22 - 36 , 46, 48 ; 76,
78 ; 88, 90 ; 104) reliés a des éléments d'interface constitués pPar
un bornier (28 50, 52 , 1086) et/ou une antenne (70, 92 ; €9 :
103), caractérisé en ce que I'on reéalise les connexions (54, 56

1o 72,74 ;105 ; 108) entre les plots de sortie (46, 48 : 76, 78 : 88,
S0 : 104) et 1es elements d'interface par depot, au moyen d'une
seringue ou analogue. d'une substance conguctrica a faible
viscaosite qui reste souple aprés son application.

2. Procede selon la revendication 1, caractéerisé en ce que

1 e tornier (106) est aussi realise par depdt de substance
conductrice a faible viscosite.

3. Procede selon la revendication 1, caracterisé an ce
qu'une antenne (S2) est aussi réalisée par depdt de substance
conductrice a faible viscasité

20 4. Procede selon 'une quelccngue des revendications * 3
3. caracierisé en ce que la substance est une resine polymers
chargee de particules conductrices.

3. Procece selon l'une quelcongue des revendications * 3
3. caracterisé en ce que la substance est une résine polymeére

23 chargee de particules intrinséquement conductrices.

6. Procedeé selon l'une quelconque des revendications 1 a
5, caracterisé en ce que le dépét de substance conductrice a
faible viscosité est réalisé avec un déplacement relatif du
dispositif electronique et de la seringue.

30 7. Procédé selon la revendication €&, caractérisé en ce que

le deplacement est commandé par programme informatique.

8. Procedeé selon la revendication 7. caractérisé en ce que

'on effectue une correction de position en réalisant une saisie

d'image par un systéme de visualisation assistée par ordinateur.

9. Procedé selon |a revendication 4 caractérisé en ce que
la température d'activation de la substance est inférieure a la
temperature de ramollissement de la matiere thermoplastique
constituant e corps de la carte.
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10. Procede selon l'une quelconque des revendications 1 & 9

caracterise en ce que les plots de sortie comportent une métallisation
inoxydable.

11. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que le dispositif
est une carte a puce a contacts, en ce que |'on réalise un corps de carte (40)
comportant une cavite (42), en ce que I'on fixe le microcircuit (44) avec sa face
active vers le haut dans la cavite (42), en ce que I'on réaiise le bornier (50, 52)
et les connexions (24, S6) par depdt de substance conductrice et en ce que {'on
realise une encapsulation du microcircuit.

12. Procede de fabrication d'une carte a puce & contacts selon la
revendication 11, caracterise en cz2 que le microcircuit comeorte des bosses de
contact.

13. Procede de fabrication d'une carte a puce 3 contacis selen la
revendication 11, caracterise en ce que la cavité (£8) présente un évidement
(6Q0) dans son fond (62) destine a recevoir le microcircuit (44).

14. Procede selon |la revendication 1. caractériseé en ce gue le dispositif
est une carte a puce sans contact ou une étiquette electrcnicue. en ce gue I'on
realise une antenne a plat. en ce que I'on fixe le microcircuit (€4) sur la carte
avec sa face active vers le haut, et en ce que 'on realise les ccnnexions (72,
/4) entre les plots de sortie (76, 78) du microcircuit et les plots (68, 70) de
'antenne par depot d'une substance conductrice a faible viscosite.

15. Procede selon la revendication 3. caractérisé en ce le dispositif est
une carte a puce sans contact, ou une etiquette électronique, en ce que ['on
realise une antenne a plat (92) par dépdt d'une substance conductrice a faible

viscosite, en ce que I'on realise des bosses de contact sur le microcircuit et en

ce que I'on fixe le microcircuit avec sa face active vers le bas.

16. Procede selon la revendication 3, caractérisé en ce que e dispositif
est une carte a puce sans contact ou une étiquette électronique, en ce que l'on
déepose, au moyen d'une seringue ou analogue, un adhésif isolant (82) sur un

support (84), en ce que I'on colle le microcircuit (86) avec sa face active vers le

haut, en ce que l'on realise une antenne a pilat (92) directement sur le
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microcircuit (86) par depot d'une substance conducztrice & faible viscosité, et en
ce que |'on realise une operation finale de colamination.

17. Procede selon la revendication 2, caractérisé en ce que le dispositif
est une carte a puce hybride, en ce que l'on réalise un corps de carte (98)
comportant une antenne incorporee (99), en ce que l'on réalise une cavité
(100) dans le carps de carte (98), en ce que I'on fixe le microcircuit (102) avec
sa face active vers le haut dans la cavité, en ce que I'on réalise le bornier (106)
et ses connexions (108) par dépdt d'une substance conductrice a faible
viscosite et en ce que 'on realise une encapsulation.

18. Procede de fabrication d'une carte a puce hybrice selon la
revendication 1/, caracterise en ce que le microcircuit comporte des basses de
contact.

1S. Procede de fabrication d'une carte a puce hybride selon la
revendicaticn 1/, caracterise en c2 que le depdt d'une substance conductrice a
faible viscosite est realise en corrigeant les erreurs de positionnement
angulaire du microcircuit au moyen d'un systéme de vision assisté par

ordinateur.
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